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— Bewihrtes Hartgoldverfahren wird durch Inhibitorzusitze

deutlich selektiver
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Reduzierter Goldverbrauch durch scharfe Randabgrenzung (= geringere Auslaufzonenbreite) am
Beispiel eines FPC (Flexible Printed Circuit)-Stecker

Das Ziel in der Galvanotechnik, moglichst we-
nig Gold bei einer Goldbeschichtung einset-
zen zu missen, ist so alt wie das Verfahren
der Beschichtung selbst. Gerade im techni-
schen Bereich stehen die Eigenschaften im
Vordergrund. Eine einfache Schichtdicken-
reduzierung im Funktionsbereich kann oft-
mals auch QualitatseinbuBen nach sich zie-
hen. Andere Moglichkeiten, wie optimierte
Schichtsysteme, miissen oft erneut und auf-
wandig qualifiziert werden. Die Hochge-
schwindigkeitsabscheidung in Verbindung
mit der modernen Anlagentechnik (Tauch-
tiefe, Maskierung, Brush) erméglicht bereits
hochselektive Beschichtungen im Funktions-
bereich von Steckverbindern - kommt je-
doch auch an ihre Grenzen und hat keinen
positiven Effekt mehr auf die Kosten/Nutzen-
Rechnung.

Umicore Electroplating bietet jetzt die Ge-
legenheit einer weiteren Reduktion des
Goldeinsatzes durch eine stark reduzierte
galvanische Abscheidung in der Auslaufzone
von selektiv beschichteten Steckverbinder-
kontakten. Méglich ist dies durch die Zuga-
be von Inhibitorzusatzen in die galvanischen
Goldelektrolyte.

Uber 15 % Goldersparnis

durch neues Verfahren

Ausgangspunkt ist das altbewdhrte und von

den Kunden geschatzte Verfahren Auruna®

8100, das zur Abscheidung von Hartgold-

Uberzligen in Hochgeschwindigkeitsanlagen

eingesetzt wird. Dieser bewdhrte Elektrolyt

ist aus vielerlei Aspekten die ideale Basis fir

das neue Verfahren:

— Breiter Arbeits-/Einsatzbereich (Parameter
/ Anlagetechnik)

— Langlebig (robust gegen Verunreinigungen)
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— Vollstandige analytische Kontrolle
— Langjahrige Erfahrung (breiter Einsatz im
Kundenstamm)
Die umfassenden Kenntnisse zum Auruna®
8100-Verfahren haben bei der Entwicklung
der neuen Zusatze eine grof3e Rolle gespielt.
Hierbei wurde hdchster Wert auf den Erhalt
der Elektrolyteigenschaften (Geschwindig-
keit, Arbeitsfenster) sowie der Schichteigen-
schaften gelegt. Die Goldersparnis wird dank
der Inhibitorzusatze durch eine verbesserte
und scharfe Randabgrenzung der selektiven
Flachen erméglicht - dadurch zeigt sich eine
reduzierte Auslaufzonenbreite, welche unter
dem Mikroskop deutlich sichtbar wird.
Untersuchungen haben gezeigt, dass un-
ter Laborbedingungen eine Goldersparnis
von bis zu 20 Prozent (bezogen auf die Aus-
laufflache) erreicht werden konnte. Der Fokus
der Entwicklung lag klar auf dem Erhalt der
Schichtqualitét bei gleichzeitiger Edelmetall-
einsparung. In der praktischen Anwendung
rechnet Umicore Electroplating, dass der An-
wender seine Ausgaben fir Gold mit dem
neuen Verfahren um etwa funf Prozent bis
zehn Prozent reduzieren kann.
Wichtig ist nach Aussage von Friedrich Talg-
ner (Bereichsleiter Technische Anwendun-
gen), dass die Schichteigenschaften des neu
Uberarbeiteten Verfahrens zu jeder Zeit er-
halten bleiben. Die entwickelten Zusatze
sind zwar im Elektrolyt elektrochemisch ak-
tiv, werden jedoch ihmzufolge nicht in die
Schichten eingebaut.

Einsatz im realen Umfeld

zeigt erste Erfolge

Das neue Verfahren lasst sich problemlos in
bestehende Produktionsablaufe integrie-
ren. Die Anpassungen werden in Absprache

mit dem technischen Service der Umicore
durchgefihrt - unerheblich, ob fiir Bestands-
oder Neukunden. Friedrich Talgner ist posi-
tiv angetan von der neuen Entwicklung: Das
Upgrade des Auruna® 8100-Verfahrens un-
terstiitzt nach seiner Aussage die weitere
Marktakzeptanz und Wettbewerbsfahigkeit
und schafft eine klassische Win-Win-Situati-
on fir die Kunden und Umicore.

Uber Umicore

Die Umicore Galvanotechnik GmbH ist inner-
halb des Umicore Konzerns die Geschafts-
zentrale der Business Unit Electroplating und
damit weltweit verantwortlich fir die Pro-
duktentwicklung, Herstellung und die Ver-
triebs- und Servicekoordination in rund 60
Landern der Welt.

Die Geschichte des Unternehmens in Schwa-
bisch Gmind besitzt eine lange Tradition und
reicht bis zum Jahr 1888 zurtick. Als Schei-
deanstalt fir Edelmetalle gegriindet, pra-
sentiert sich Umicore Galvanotechnik heu-
te als ein weltweit fihrendes Unternehmen
im Bereich der Edelmetallgalvanotechnik.
Die Umicore Galvanotechnik GmbH ist eine
100-prozentige Tochter der Allgemeine Gold-
und Silberscheideanstalt AG, Pforzheim, de-
ren Mehrheitseigner wiederum der Umico-
re-Konzern ist.

Die galvanotechnische Beschichtung wird
heute gern als Querschnittstechnologie be-
zeichnet, da sie Anwendung auf fast allen
Produkten des taglichen Gebrauchs findet,
beziehungsweise deren Produktion erst er-
maoglicht. Fast alle namhaften Hersteller
der Kommunikations-, Automotive- und
Schmuckindustrie beziehen direkt oder indi-
rekt Bauteile, die mit Hilfe von Umicore-Pro-
dukten aus Schwabisch Gmiind beschich-
tet wurden. Das Unternehmen bewegt sich
in einem spezifischen Nischenbereich, wel-
cher im Wesentlichen durch edelmetall-
basierte Schichtkombinationen definiert ist
und nimmt dort eine fiihrende Position ein.
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